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(57) Abstract:  The invention relates
to, amongst other things, an electric
memory module (100) provided with at
least two capacitors (20, 30, 40) that are
interconnected by an electrically conductive
connection device. The memory module
comprises an electric insulation which
electrically insulates the memory module,
and the memory module comprises a
cooling body. According to the invention,
the cooling body (110, 120) forms the
connecting device and the electric insulation
(150) is applied to the outside of said
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung
bezieht sich u.a. auf ein elektrisches
Speichermodul (100) mit zumindest zwei
Kondensatoren (20, 30, 40), die durch eine
elektrisch leitfahige Verbindungseinrichtung
elektrisch miteinander verschaltet
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Speichermodul elektrisch isoliert, und
N wobei das Speichermodul einen Kiihlk6rper
aufweist. ErfindungsgemaB ist vorgesehen,
\ dass der KihlkSrper (110, 120) die
Verbindungseinrichtung bildet und dass
\ die elektrische Isolierung (150) auBen auf
diesem Kihlk&rper (110, 120) aufgebracht
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Beschreibung

Elektrisches Speichermodul

Die Erfindung bezieht sich auf ein elektrisches Speichermodul
mit zumindest zweil Kondensatoren, die durch ein oder mehrere
elektrisch leitfahige Verbindungseinrichtungen elektrisch
miteinander verschaltet sind, wobei das Speichermodul eine
elektrische Isolierung aufweist, die das Speichermodul elek-
trisch isoliert, und wobei das Speichermodul mindestens einen

Kihlkorper aufweist.

Die Lebensdauer von Kondensatoren, insbesondere von Doppel-
schichtkondensatoren, wird im Wesentlichen durch die thermi-
sche Belastung begrenzt, der die Kondensatoren wahrend ihres

Betriebes ausgesetzt sind.

Davon ausgehend liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein
Speichermodul anzugeben, dass bauartbedingt eine besonders

hohe Lebensdauer aufweisen kann.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemal durch ein Speichermodul
mit den Merkmalen gemdB Patentanspruch 1 geldst. Vorteilhafte
Ausgestaltungen des erfindungsgemdlen Speichermoduls sind in

Unteransprichen angegeben.

Danach ist erfindungsgemal vorgesehen, dass zumindest eine
der Verbindungseinrichtungen als Kihlkorper ausgebildet ist
und dass die elektrische Isolierung aulen auf diesem Kiithlkor-

pern aufgebracht ist.

Ein wesentlicher Vorteil des erfindungsgemédlen Speichermoduls
ist darin zu sehen, dass dieses eine sehr gute Warmeabfuhr
ermdglicht, wodurch die Lebensdauer des Speichermoduls - ver-
glichen zu vorbekannten Speichermodulen - sehr groB ist. Die
Verbindungseinrichtung bzw. die Verbindungseinrichtungen wei-
sen erfindungsgemdl eine Doppelfunktion auf, nadmlich eine

elektrische Funktion und eine thermische Funktion. So dienen
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die Verbindungseinrichtungen einerseits zum elektrischen Ver-
schalten der Kondensatoren, wodurch das vom Speichermodul ge-
winschte elektrische Verhalten, also beispielsweise hinsicht-
lich der Speicherkapazitdt und/oder der Ausgangsspannung,
eingestellt wird; gleichzeitig dienen die Verbindungseinrich-
tungen auch als Kihlkdrper und kithlen die Kondensatoren, wo-
durch eine relativ geringe Betriebstemperatur sichergestellt

werden kann.

Auch die erfindungsgemdll vorgesehene Lage der elektrischen
Isolierung spielt eine wichtige Rolle: So ist nédmlich erfin-
dungsgemall vorgesehen, dass die elektrische Isolierung des
elektrischen Speichermoduls auBen auf den Kihlkdorpern aufge-
bracht wird, so dass die elektrische Isolierung keinen Warme-
widerstand zwischen Kihlkorper und Kondensatoren bilden kann.
Insgesamt unterscheidet sich das erfindungsgemidle Speichermo-
dul somit erheblich von vorbekannten Speichermodulen, bei de-
nen die elektrische Isolierung zwischen den Kondensatoren und
den Kiithlkorpern bzw. zwischen den Verbindungseinrichtungen
und den Kihlkérpern angeordnet ist und dadurch die Warmeab-

fuhr von den Kondensatoren zu den Kihlkorpern erschwert.

Zusammengefasst wird bei dem erfindungsgemdBen Speichermodul
eine sehr wirkungsvolle Warmeabfuhr durch die erfindungsgema-
Be Kombination der Anordnung der elektrischen Isolierung au-
Ben auf den Kihlkdrpern mit der Doppelnutzung der Verbin-

dungseinrichtungen, namlich einerseits als Kiithlkdorper und an-

dererseits als Verschaltungselement, erreicht.

Gemal einer bevorzugten Ausgestaltung des Speichermoduls ist
vorgesehen, dass die elektrische Isolierung auf den Kihlkor-

pern eine bzw. die dulRere Schicht des Speichermoduls bildet.

Die elektrische Isolierung kann beispielsweise aus einer an-
organischen Schicht, wie beispielsweise aus einem Oxid (z. B.
Aluminiumoxid), oder aus einer organischen Schicht, wie bei-

spielsweise einem Lack oder dergleichen, bestehen.
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Vorzugsweise werden auch die Zwischenrdaume zwischen den Kihl-
korpern zumindest abschnittsweise durch elektrisches Isolier-

material geflillt, um etwaige Kurzschliisse zu vermeiden.

Das elektrische Isoliermaterial in den Zwischenriaumen zwi-
schen den Kondensatoren kann beispielsweise durch eine
Schicht desselben Materials gebildet sein, das auch auBen auf
den Kiithlkorpern als elektrische Isolierung aufgebracht ist.
Bei dieser Ausgestaltung dient die elektrische Isolierung al-
so zum AuBeren Isolieren des Speichermoduls sowie gleichzei-
tig auch zum Isolieren der Kihlkorper bzw. der Verbindungs-

einrichtungen untereinander.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines Ausfihrungsbei-

spiels naher erlautert; dabei zeigen beispielhaft:

Figur 1 zur allgemeinen Erlauterung des Hintergrundes der Er-
findung ein nicht beanspruchtes Speichermodul, bei
dem Kihlkérper und leitfahige Verbindungseinrichtun-
gen voneinander durch eine elektrische Isolierung ge-
trennt sind, und

Figur 2 ein Ausfihrungsbeispiel fir ein erfindungsgemiles

Speichermodul.

In den Figuren 1 und 2 werden der Ubersicht halber fiir iden-
tische oder vergleichbare Komponenten dieselben Bezugszeichen

verwendet.

In der Figur 1 sieht man ein elektrisches Speichermodul, das
mit dem Bezugszeichen 10 gekennzeichnet ist. Es lasst sich
erkennen, dass das Speichermodul 10 drei Kondensatoren 20, 30
und 40 aufweist, die beispielsweise durch Doppelschichtkon-
densatoren gebildet sein kénnen und durch Isolationsmaterial,
beispielsweise auch Luft, 45 voneinander getrennt sind. Jeder
Kondensator 20, 30 und 40 weist jeweils zwei Anschliisse auf,
die in der Figur 1 mit den Bezugszeichen 20a, 30a, 40a sowie
20b, 30b und 40b gekennzeichnet sind.
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Die drei Kondensatoren sind beispielsweise elektrisch in Rei-
he geschaltet; hierzu dienen zwei elektrisch leitfahige Ver-
bindungseinrichtungen 50 und 60. Die elektrische Verbindungs-
einrichtung 50 verbindet die Anschliisse 30b und 40b der bei-
den Kondensatoren 30 und 40. Die Verbindungseinrichtung 60
verbindet die Anschlisse 20a und 30a der beiden Kondensatoren
20 und 30, wodurch eine Reihenschaltung der drei Kondensato-

ren erreicht wird.

Bei dem Speichermodul 10 gemal Figur 1 sind dartber hinaus
zwel Kihlkorper vorhanden, ndmlich ein Kihlkorper 70 und ein
Kihlkdrper 80. Die beiden Kihlkorper 70 und 80 sind durch ei-
ne die Kondensatoren einhiillende elektrische Isolierung 90
von den Kondensatoren und damit von den elektrisch leitfahi-

gen Verbindungseinrichtungen 50 und 60 getrennt.

Wahrend des Betriebs des Speichermoduls 10 wird eine effi-
ziente Warmeabfuhr von den Kondensatoren 20, 30 und 40 zu den
Kihlkorpern 70 und 80 durch die elektrische Isolierung 90 be-
hindert, da diese nadmlich einen zusdtzlichen thermischen Wi-
derstand zwischen den Kihlkorpern und den Kondensatoren be-
wirkt. Durch diesen zusatzlichen thermischen Widerstand wird
die Temperatur der Kondensatoren wadhrend des BRetriebs erhoht

und deren Lebensdauer insgesamt reduziert.

In der Figur 2 ist ein Ausfihrungsbeispiel fir ein erfin-
dungsgemales elektrisches Speichermodul dargestellt. Dieses

Speichermodul tragt das Bezugszeichen 100.

Wie sich in der Figur 2 erkennen lasst, sind die Anschliisse
20a und 30a der beiden Kondensatoren 20 und 30 durch eine
elektrisch leitfahige Verbindungseinrichtung 110 verbunden,

die gleichzeitig auch einen Kihlk&rper bildet.

Auch die beiden Anschliisse 30b und 40b der beiden Kondensato-
ren 30 und 40 sind durch eine Verbindungseinrichtung verbun-
den, die eine Doppelfunktion aufweist und gleichzeitig auch

als Kiihlkoérper dient. Diese Verbindungseinrichtung bzw. die-



10

15

20

25

30

35

WO 2009/000833 PCT/EP2008/058017

ser Kihlkorper ist in der Figur 2 mit dem BRezugszeichen 120

gekennzeichnet.

Dariiber hinaus erkennt man in der Figur zwei weitere Kihlkor-
per 130 und 140, die mit den Anschliissen 20b sowie 40a der

Kondensatoren 20 und 40 in Verbindung stehen.

Da die Kiithlkoérper 110, 120, 130 und 140 elektrisch unmittel-
bar mit Anschlissen der Kondensatoren 20, 30 und 40 in Ver-
bindung stehen, wird zu deren &dulRerer Isolation eine elektri-
sche Isolierung 150 eingesetzt, die aulen auf den Kihlkdrpern
aufgebracht ist. Die elektrische Isolierung 150 bildet somit

die duBere Schicht des Speichermoduls 100.

Die elektrische Isolierung 150 kann beispielsweise durch eine
anorganische oder organische Schicht (z. B. aus Oxid-Material
wie Aluminiumoxid oder aus Lack, etc.) gebildet sein, die auf

den Kihlkérpern aufgebracht ist.

Zur elektrischen Trennung der Kihlkdrper untereinander ist
dariber hinaus elektrisches Isoliermaterial 160 vorgesehen,
das in Zwischenraumen 165 zwischen den Kithlkdérpern 110 und
130 sowie zwischen den beiden Kihlkorpern 120 und 140 ange-
ordnet ist. Das elektrische Isoliermaterial 160 kann aus dem
gleichen Material bestehen wie die elektrische Isolierung 150
auf den Kihlkorpern 110 bis 140.

Wahrend des Betriebes des elektrischen Speichermoduls 100
wird eine effiziente Warmeabfuhr aus dem Bereich der Konden-
satoren 20, 30 und 40 gewdhrleistet, weil die Kondensatoren
unmittelbar mit den Kiithlkdérpern 110, 120, 130 und 140 verbun-
den sind, namlich sowohl elektrisch als auch thermisch; denn
es ist kein zusédtzlicher thermischer Widerstand zwischen den
Kihlkorpern und den Kondensatoren vorhanden. Zwar weist auch
das Speichermodul 100 gemaB Figur 2 eine elektrische Isolie-
rung auf, die eine elektrische Isolation der Kondensatoren
nach auBen bewirkt; im Unterschied zu dem Speichermodul 10

gemall Figur 1 ist diese Isolation jedoch nicht zwischen den
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Kihlkoérpern und den Kondensatoren, sondern aulBen an den Kihl-
korpern angebracht, wodurch eine insgesamt bessere Warmeab-

fuhr erreicht wird.
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Patentanspriiche

1. Elektrisches Speichermodul (100) mit zumindest zwei Kon-

densatoren (20, 30, 40), die durch eine elektrisch leitfahige

Verbindungseinrichtung elektrisch miteinander verschaltet

sind,

— wobei das Speichermodul eine elektrische Isolierung auf-
weist, die das Speichermodul elektrisch isoliert, und

— wobei das Speichermodul einen Kihlkorper aufweist,

dadurch gekennzeichnet,

— dass der Kihlkoérper (110, 120) die Verbindungseinrichtung
bildet und

— dass die elektrische Isolierung (150) auBen auf diesem
Kihlkorper (110, 120) aufgebracht ist.

2. Speichermodul nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass das Speichermodul zumindest zwei Kihlkdérper (110, 120)

aufweist, die jeweils eine Verbindungseinrichtung bilden.

3. Speichermodul nach einem der voranstehenden Anspriiche, da-
durch gekennzeichnet, dass die auf dem Kihlkdrper oder auf
den Kihlkoérpern (110, 120) aufgebrachte elektrische Isolie-
rung (150) eine auBere Schicht des Speichermoduls (100) bil-
det.

4. Speichermodul nach einem der voranstehenden Anspriiche, da-
durch gekennzeichnet, dass die elektrische Isolierung eine

anorganische Schicht aufweist.

5. Speichermodul nach einem der voranstehenden Anspriiche, da-
durch gekennzeichnet, dass die elektrische Isolierung eine

organische Schicht aufweist.

6. Speichermodul nach einem der voranstehenden Anspriiche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kihlkorper untereinander elek-

trisch i1soliert sind.
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7. Speichermodul nach einem der voranstehenden Anspriiche, da-
durch gekennzeichnet, dass Zwischenrdume (165) zwischen den
Kihlkdérpern durch elektrisches Isoliermaterial (160) zumin-

dest abschnittsweise geftillt sind.

8. Speichermodul nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,
dass das elektrische Isoliermaterial (160) in den Zwischen-
raumen (165) aus demselben Material besteht, das auBen auf
den Kiithlkorpern als elektrische Isolierung (150) aufgebracht

ist.
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